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报告简介
随着半导体制程的不断提升，封装技术也面临着更高的要求。例如，当前的集成电路封装技术正朝着更小尺寸、更高密度、更低功耗和更高性能的方向发展，这也意味着封装材料需要不断地适应新的工艺要求和更先进的材料特性。例如，3D封装、系统级封装(SIP)以及其他新技术的出现对封装材料企业提出了更高的技术要求。
我国半导体封装材料产业相较于国际领先水平，存在明显的短板。核心器件的国产化率非常低，这直接影响了我国在该领域的自主可控能力。此外，加工技术和工艺水平与国际领先厂商相比存在较大差距，这使得我国的产品在国际市场上缺乏竞争力。
2023年1月，工业和信息化部等六部门联合发布《工业和信息化部等六部门关于推动能源电子产业发展的指导意见》。《意见》指出，我国要面向光伏、风电、储能系统、半导体照明等，发展新能源用耐高温、耐高压、低损耗、高可靠IGBT器件及模块，SiC、GaN等先进宽禁带半导体材料与先进拓扑结构和封装技术，新型电力电子器件及关键技术。
从竞争格局来看，各类半导体封装材料市场集中度较高。日本厂商在各类封装材料领域占据主导地位，部分中国大陆厂商已跻身前列(引线框架、包封材料)，成功占据一定市场份额。
据统计，在国产替代方面，中国半导体封装材料整体国产化率约30%。其中引线框架、键合金属丝的国产替化率最高，分别达到40%和30%，而陶瓷封装材料、芯片粘结材料与封装基板等材料国产化率仅5%-10%。
近年来，全球封装材料市场规模保持增长，根据SEMI数据，2015年至2021年，全球半导体封装材料市场规模由189.10亿美元增长至239.00亿美元。根据2023年6月SEMI的数据，2022年全球半导体封装材料市场规模达到280亿美元。
此外，受益于全球封装产能逐步转移至我国，国内封装材料市场规模增长高于全球。东方证券的研报数据显示，2020-2022年，我国半导体封装材料的市场规模由445亿元增长至538亿元。
本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、工信部、51行业报告网、全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料和数据，客观、多角度地对中国半导体封装材料市场进行了分析研究。报告在总结中国半导体封装材料发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国半导体封装材料的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告资料详实，图表丰富，既有深入的分析，又有直观的比较，为半导体封装材料企业在激烈的市场竞争中洞察先机，能准确及时的针对自身环境调整经营策略。
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